










































专利名称(译) 用于转移的中间结构，用于转移的微器件的制备方法，以及用于处理半导体器件阵列的方法

公开(公告)号 US9842782 公开(公告)日 2017-12-12

申请号 US15/080607 申请日 2016-03-25

[标]申请(专利权)人(译) 美科米尚技术有限公司

申请(专利权)人(译) MIKRO MESA TECHNOLOGY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) MIKRO MESA TECHNOLOGY CO.，LTD.

[标]发明人 CHEN LI YI
CHANG PEI YU
CHAN CHIH HUI
CHANG CHUN YI
LIN SHIH CHYN
LEE HSIN WEI

发明人 CHEN, LI-YI
CHANG, PEI-YU
CHAN, CHIH-HUI
CHANG, CHUN-YI
LIN, SHIH-CHYN
LEE, HSIN-WEI

IPC分类号 H01L21/66 H01L21/683 H01L25/075

CPC分类号 H01L22/22 H01L25/0753 H01L22/14 H01L21/6831 H01L21/67144 H01L21/67271 H01L21/6838

其他公开文献 US20170278760A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种用于制备多个用于转移的微器件的方法包括将微器件临时键合到载
体衬底上;测试载体基板上的微器件，以确定微器件中是否存在至少一个
第一个失效的微器件;从载体基板上移除第一个失效的微器件。
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